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Funktionsintegration in Leichtbaustrukturen
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Im Beispiel erreichte Einsparung im Vergleich zur konventionellen Ausfithrung:

B i ca9% B rnege_ca10bis30%

Die Anwendung

3D-MID (Molded Interconnect Devices)
sind spritzgegossene, multifunktionale,
dreidimensionale Schaltungstréger.

Kunststoffteile und andere Tragerma-
terialien werden mit elektrischen oder
mechanischen Funktionselementen
veredelt und kénnen so als mechatroni-
sche Baugruppen verwendet werden.

Die Herausforderung

Um Gewicht einzusparen oder den An-
forderungen eines beengten Bauraums
gerecht zu werden, muss ein Weg ge-
funden werden, Baugruppen weiter
zu miniaturisieren. Dabei reicht es oft
nicht aus, den Status-Quo auf kleinerem
Raum abzubilden. Vielmehr wird hiu-
fig die zusdtzliche Integration weiterer
Funktionen gefordert.

Die Losung

Um dieser immer starker geforderten
Miniaturisierung gerecht zu werden,
lassen sich mit Hilfe der 3D-MID-Tech-
nologie elektronische und mechanische
Funktionen in ein bestehendes Bau-
teil integrieren. Durch spezielle addi-
tive Prozesse lassen sich so bestehende
Leichtbauelemente um intelligente
Funktionen erweitern.
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Weitere mogliche Anwendungen

i Luftfahrzeugbau

Mit Hilfe der 3D-MID-Technologie
lasst sich auflerdem die Anzahl der
einzelnen Produktkomponenten ver-
ringern. Der Aufbau von Produkten
kann vereinfacht werden.

Dadurch lassen sich die Kosten fiir die
Baugruppenendmontage reduzieren
und die Risiken in der Fertigungskette
minimieren. Durch die grofle Vielfalt
an polymeren Materialien eignet sich
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Die Initiative Leichtbau

Der moderne Leichtbau ist fiir die Wettbe-
werbsfihigkeit der deutschen Industrie von
zentraler Bedeutung. Zur Starkung des Leicht-
baus in Deutschland hat das Bundesminis-
terium far Wirtschaft und Klimaschutz die
Initiative Leichtbau eingerichtet. Finanziert
im Rahmen der Initiative, biindelt die
Geschiftsstelle Leichtbau in Berlin alle
leichtbaurelevanten Aktivititen und unter-
stiitzt deutsche Unternehmen, insbesondere

den Mittelstand, bei der Umsetzung des
Leichtbaus.
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3D-MID auch fiir Anwendungen mit
hohen Anforderungen an mechanische
Stabilitdt, = Temperaturbelastbarkeit,
Chemikalienbestandigkeit, Hochfre-
quenzeigenschaften und vieles mehr.

Als Materialien fiir 3D-MID kommen
verschiedene thermoplastische, das
heif}t schmelzebildende Polymere zum
Einsatz: ABS, PC, PC/ABS, PBT und PA.
Auch Hochleistungsthermoplaste mit

Der LEICHTBAUATLAS

Fahrzeugbau

fliissigkristallinen Eigenschaften (LCP)
oder hoher Temperaturbestindigkeit
(PEEK) konnen verarbeitet werden.

Alle branchenrelevanten Vorschriften
werden eingehalten. Die Bereiche
Arbeitsschutz, Umweltschutz und
Recycling werden im Rahmen von
Forschungsaktivitiaten vorangetrieben.

Der LEICHTBAUATLAS ist ein interaktives Internetportal, das branchen- und
materialiibergreifend Informationen zu Leichtbauakteuren und deren leichtbau-
relevanten Kompetenzen biindelt. Die Nutzung und Eintragung sind kostenfrei.
Den LEICHTBAUATLAS finden Sie unter www.leichtbauatlas.de

Kontakt zur Geschiftsstelle Leichtbau

André Kaufung

Leiter der Geschiftsstelle

Tel.: +49 30 2463714-0

Fax: +49 30 2463714-1
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